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一、中文摘要 
 
低功率設計對現在的超大型積體電

路設計是一項不可或缺的技術，它可以
使晶片容納更多的電晶體，增加電池的使
用壽命，更可以降低冷卻系統的成本。在
此我們從佈局來考量低功率的議題。在
深次微米製程裡，連線延遲主導了整個
路徑的延遲，所以一條長訊號的繞線品
質不好會產生過多的延遲和多餘的功率
消耗。同時，不適當的繞線也會增加造
成耦合效應的機率而導至額外的功率消
耗和信號完整的問題。本子計劃的第一
年目標是要設計一個考慮耦合效應的非
網格式點對點繞線器。 
 
英文摘要 
 

Low power design is an indispensable 
technique for modern VLSI circuits. It can 
embed more transistors in a chip, lengthen 
the operation time of a battery system, and 
reduce the cost of cooling system. Here, 
we consider this issue in the layout-design 
stage. Interconnection delay dominates a 
path delay while entering DSM era. The 

bad-quality routing of a long wire can 
produce excessive delay as well as more 
power consumption. Also, inappropriate 
routing of a long wire increases 
opportunities for coupling effects, which 
bring extra power consumption and the 
problem of signal integrity.  The goal of 
this project in the first year is to design a 
RLC coupling -driven gridless point-to- 
point router.  
 
二、計畫的緣由與目的 
 
   低功率設計是現代積體電路設計不
可忽視的。隨著製程不斷的進步，單位
面積可容納的電晶體及線路呈倍數的成
長。積體電路的頻率已邁向十憶赫茲的
時代，伴隨而來的麻煩便是功率的不斷
提高，這是現今晶片設計進步的最大瓶
頸。而減少功率消耗可從多方面著手，
如製程、封裝、電源管理，良好的設計
等。這裏，我們在佈局設計自動化中考
量低功率設計。其中繞線器是一個很重 
要的階段，不好的繞線品質代表需要較
長的線路來完成繞線，增加訊號延遲和
多餘的功率消耗。所以繞線長度向來是
繞線器最在乎的成本。然而近來雜訊也
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是實體設計考量的重點[1]。隨著線寬和
線距愈來愈小與工作頻率的提高，電容
電感的耦合效應使得訊號間的干擾造成
訊號壓降不必要的轉變(glitch )與延遲
的增加與減少而造成建立時間 (setup 
time)與保持時間(hold time)的錯誤。因
此避免訊號間的耦合效應以降低訊號壓
降不必要的變換可有效減少功率的消耗
。增加導線間間距及線寬可用來解決訊
號間耦合效應的問題，與傳統網格式繞
線器相較，非網格式繞線器更適合處理
不同線寬與線距變化的繞線問題[2]。本
計劃的第一年目標是建置一個考慮 RLC
耦合效應的非網格式點對點繞線器，可
應用在後端變更設計（ECO）上。 
 
三、研究方法 
 
之前已有很多有關非網格式繞線器

的研究[3][4][5][6][7][8][9][10][11]
。主要可分為方塊模式(Tile- Based)和連
通圖模式(Connection graph)。使用方塊
模式的繞線器又稱為形狀式繞線器( 
Shape-based router)；而使用連通圖模式
的繞線器又稱為非規律網格式繞線器
(Nonuniform grids router)。這兩種模式
基本上都可視為由許多節點與節點之間
的連線所組成的圖形。繞線器便是從圖
形中找出最好的路徑。通常圖形節點越
少，問題複雜度越小也就能越快找到繞
線路徑。而使用方塊模式所產生的圖形
節點較少[11]，因此我們選用方塊模式
來實做非網格式繞線器。而為了評估
RLC耦合效應成本，我們需要可快速計
算的模型。使用非常精確的電感解析方
法是非常耗時間的[12]，並不適合用來
做繞線的評估。我們知道有一些簡易的
公式可用來計算[13][14][15]。其中共
平面電感耦合的模型[15]，是誤差較小
的，所以我們選用此模型來評估繞線 
時的耦合效應成本。 

 
1. 方塊式繞線器 
 
    方塊式繞線器繞線器[10][11]是用
邊角縫織(Corner Stitching)資料結構形
式來儲存實體布局[16]; 佈局的實體幾
何形狀和空閒的區域會被切成一塊一塊
的方塊，如圖一：灰色的方塊是佈局的
實體幾何形狀，白色的方塊是空閒的區
域。使用邊角縫織的好處是可以在常數
時間內找到與某個方塊相鄰的方塊，方
便將來作方塊傳播(tile propagation)動
作，另一個好處是可快速搜尋指定範圍
的方塊，在多層(multi- layer)繞線時可以
有效的對相鄰繞線層作查詢動作，以決
定是否能夠轉換繞線到相鄰的繞線層。
以下簡介方塊傳播的過程，如圖一：方
塊 S和方塊 T是我們要做繞線的出發點
和目的地。首先在方塊 S的相鄰方塊 t1, 
t2, t3分別產生路徑節點資料 P1,P2,P3，
記錄相關位置及成本函式，成本函式是
由來源成本和目標成本組成。來源成本
為出發點到目前路徑節點所走的距離，
可準確算出；目標成本由路徑節點到目
的地的曼哈頓距離(Manhattan distance)
來評估。一開始 P1,P2,P3的來源成本定
為0，放入堆疊(Heap)中依總成本排序
。接下來由總成本最小的 P3來做路徑節
點的傳播－也就是方塊傳播。在 t3的相
鄰方塊 t4, t5產生新路徑節點 P4,P5，分
別計算其成本函式並使用倒退指標連到
P3。不斷的傳播路徑節點，直到遇到目
標方塊。此時經由倒退指標可找到一組
方塊串列: t3-t4-t6-t7-t9，再交給路
徑建構函式， 建出一條最短距離及最少
成本的路徑。 
 
 
2. 在方塊傳播過程考慮耦合效益 
 
    我們知道考慮電容耦合效應時，一
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般只需考慮相鄰的線路。但是電感耦合 
是大範圍的效應，不過可利用連接電源/ 

 
圖一 
 
接地線路的屏障來限制影響範圍及大
小。一般而言，在高頻率下，電感的返
回電流路徑(return current path)會傾向
找最近的電源/接地線路。假定原先的實
體設計佈局中電源/接地線路是採用網
格結構式(grid structure)來繞線[17]，則
我們可利用計算共平面電感耦合的模型
[15]，如圖二，來評估電感耦合的成本。
以下為計算電感耦合的公式。 
 
 
 
其中，l是重疊長度，wg是電源/接地線
線寬，dg是訊號線與電源/接地線間距，
ws是訊號線線寬，ds是兩訊號線間距。
從公式中，我們知道影響電感耦合效應
最大的因素是兩線路重疊的長度，重疊
的長度越長，耦合效應越大。另外，線
路離電源/接地線越近，電感耦合效應越
小。 
在路徑節點傳播的過程中，如圖三(a)，
當路徑節點 P1傳播到 P2時，依水平間
距及最靠近的電源/接地線路所形成的
範圍搜尋可能產生電感耦合效應的線
路，如圖三(b)。如果搜尋到的線路 S1
和我們要做 ECO繞線的線路是敏感的，
我們可找出 ws,wg,dg,ds,l 等參數如圖三

(c)，套用模型計算出電感耦合效應的成
本。 

 
圖二 
  
 

 
圖三  (a) 
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圖三 (b) 
 

 
 圖三  (c) 
 
四、實驗結果 
 
    在考慮兩個訊號間的耦合效應時，
我們不考慮訊號的值的不同變化情況，
而以對易引發耦合效應的敏感訊號產生
長距離互相平行的長線路來當作引發耦
合效應的危險區域。 
    我們以一個局部的繞線情形來說明
實驗結果。如圖四(a)，是原來的實體佈
局。圖四(b)，則是未考慮耦合效應的點
對點繞線情形，其中 Net A (以紅色直方
格強調)是新繞好的線路，Net B(以黃色
斜方格強調)是可能會跟Net A產生干擾
的敏感線路，Net B 是原本已存在的線
路。我們發現 Net B和 Net A靠的相當
近，易引發耦合效應。而圖四(c)，則是
考慮耦合效應的點對點繞線情形，Net B
和 Net A的間距比較遠，可以有效避免
耦合效應的發生。圖四(d)可以有效顯示
新舊繞線結果的差異：白色線路是原來
未考慮耦合效應的繞線結果，黃色線路
是敏感的線路，紅色線路是考慮耦合效
應的繞線結果。 
 
 
五、結論與討論 
    

   在子計劃第一年的執行期間，我們完
成了考慮耦合效應的非網格式點對點繞
線器，可以有效避免產生與易引發耦合
效應的敏感訊號長距離的平行線段，此
為整個考慮耦合效應非點格式繞線器的
重要基礎。目前尚未完成的是依此繞線
結果用fastHenry系統來萃取耦合效應
參數以得到更精確的實驗數據。最後我
們將依此基礎進一步發展整個考慮藕合
效應的非點格式繞線系統。  
 

 
圖四 (a) 
 

 
圖四 (b) 
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圖四 (c) 

 
圖四 (d) 
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